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野 真久 助教(現 産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門)をはじめとした実装工学研究

室の皆様には，学部生の頃から現在に至るまで，研究を進める上で大変お世話になりました．ありがと

うございました． 

 

 最後に，東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 人間環境モニタリング分野研究室

の皆様に御礼申し上げます．皆様のおかげで，とても楽しい 3 年間でした．ありがとうございました． 


